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Требования к электрическим и электронным
сборкам, изготавливаемым с помощью пайки

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Область применения Настоящий Стандарт содержит описание материалов, методик и критериев
приемкидля производства электрических и электронных сборок с помощью пайки. Замысел данного

документа заключается в том, чтобы обеспечить стабильный уровень качества при изготовлении изделий,
основываясь на методологии управления процессами. Данный Стандарт не ставит своей целью исключить
тот или иной процесс установки компонента или нанесения флюса или припоя, применяемый для создания
электрического соединения.

1.2 Цель Настоящий Стандарт устанавливает требования, предъявляемые к материалам и процессам,
а также требования приемлемости для производства электрических и электронных сборок, изготавливаемых

с помощью пайки. Для более полного понимания рекомендаций и требований настоящего документа можно
использовать его совместно с документами IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 и IPC-A-610. Стандарты могут быть
обновлены в любое время, в том числе путем публикации изменений. Применение изменений или более
новой редакции не является автоматическим требованием.

1.3 Классификация С точки зрения настоящего Стандарта электрические и электронные сборки делятся на
классы исходя из назначения конечного изделия. С тем чтобы отразить различия в требованиях к технологичности,
сложности и функциональности, а также к частоте контроля (осмотра, испытаний) установлено три обобщенных
класса конечных изделий. Следует иметь в виду, что возможны переходные ситуации между оборудованием
различных классов.

За задание класса изделия отвечает Потребитель, см. п. 1.8.13. Класс изделия следует указывать в комплекте
закупочной документации.

Класс 1 – Электронные изделия общего назначения
Включает в себя изделия, пригодные для применения в условиях, при которых главным требованием к готовому
изделию является его функционирование.

Класс 2 – Электронные изделия специального назначения
Включает в себя изделия, от которых требуется непрерывное функционирование и повышенный срок службы и для
которых бесперебойная работа желательна, но не является особенно важной. Обычно условия эксплуатации таких
изделий не способствуют возникновению отказов.

Класс 3 – Электронные изделия с высокими эксплуатационными качествами / работающие в жестких условиях
Включает изделия, для которых непрерывное функционирование с повышенными характеристиками либо работа
по необходимости являются критичными, не допускаются периоды неисправного состояния оборудования, а условия
эксплуатации могут быть крайне жесткими. Оборудование должно функционировать всегда, когда это требуется, как
например в системах жизнеобеспечения и других ответственных системах.

1.4 Единицы измерения и их применение В данном Стандарте применяются единицы Международной системы
единиц (СИ) согласно ASTM SI10, IEEE / ASTM SI 10, раздел 3 [для удобства эквивалентные величины в английской
системе мер указываются в скобках]. Единицы системы СИ, используемые в данном Стандарте: миллиметры (мм)
[дюймы] для линейных размеров и их допусков, градусы Цельсия (°C) [°F] для температуры и ее допусков, граммы
(г) [унции] для массы и люмены на квадратный метр (лм/м2) [фут-канделы] для освещенности.

Прим.: В данном Стандарте используются прочие приставки системы СИ (ASTM SI10, раздел 3.2) для
устранения нулей слева (например, 0,0012 мм преобразуется в 1,2 мкм) или в качестве замены десятичных
множителей (3,6 × 103 мм преобразуется в 3,6 м).
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